Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne urządzenia do montażu struktur półprzewodnikowych na podłożach ceramicznych

	L.p.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2009
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie
	fabrycznie nowe
	potwierdzić

	6.
	Powierzchnia stołu montażowego
	min. 100 mm x 100 mm
	podać

	7.
	Pobieranie i pozycjonowanie struktur
	Zastosowanie ssawek próżniowych
	potwierdzić i opisać

	8.
	Sposób mocowania struktur
	klejenie
	potwierdzić 

	9.
	Sposób podawania kleju
	Z dozownika z regulowaną objętością kropli  kleju, oraz druk tamponowy dla struktur o wymiarach większych niż 5 x 5 mm
	potwierdzić i opisać  

	10.
	Wymiary półprzewodnikowych struktur klejonych
	0,25 x 0,25 mm do 12,5 x 12,5 mm
	potwierdzić

	11.
	Dokładność pozycjonowania struktur
	±50 µm lub lepsza
	podać

	12.
	Precyzja przesuwu stolika
	±10µm lub lepsza
	podać

	13.
	Zasilanie
	230 V/ 50 Hz
	potwierdzić

	14.
	Test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie zamawiającego
	zapewniony
	potwierdzić

	15.
	Szkolenie dwóch osób w miejscu instalacji urządzenia
	zapewnione
	potwierdzić

	16.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia
	maksymalnie 24 tygodnie od daty podpisania umowy
	podać termin realizacji zamówienia

	17.
	Dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim
	zapewniona
	potwierdzić

	18.
	Dostępność części zamiennych
	zapewniona

10 lat od daty instalacji
	potwierdzić

	19.
	Wsparcie techniczne
	zapewnione

w okresie 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić

	20.
	Okres gwarancji
	minimalnie 12 miesięcy
	podać okres gwarancji

	21.
	Serwis pogwarancyjny
	zapewniony

w okresie 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić


*Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie  kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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